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1緒 言

　LSI の 内部電極端子 （Al パ ヅ ド）と外部電極端子 （リー
ドフ レ

ー
ム ）間の 内部

結線は Au ワ イ ヤ に よ る ワ イ ヤ ボ ンデ ィ ン グ法 に よ り行われ て い るの が 一
般的で

ある 。 近年 、 LSI の 小型 化 、 高集積化 が 進行 す る に つ れ て こ れ まで 以 上の 厳 しい

信頼性が Au ワ イ ヤ ／Al 電極接合部におい て 求 め られ て い る 。 こ れ まで の 研究 に

よ り、 樹脂封止 した半 導体 デバ イス を高 温で 長 時間使用 す る と封止樹脂 よ り発生

する Br が Au ！Al 接合部 に成長 する特定 の Au1Al 金属 間化合物 Au
，
Al を腐食 し接

合強度を低下 させ る こ とが 確認 され て

い る （1）
。 Fig．1 に腐食 して い る接合部 を

示 す 。 しか し、 こ の Br に よ る腐 食 を

防止 す る有効 な対 策 はほ とん ど講 じら

れて い ない 。

　 そ こ で 今 回の 実 験で は 、 耐腐食 ワ イ

Pd を添 加 した金合金 ワ イヤ を使用 し、　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 30μ m

Pd が Au1Al 接合 部 に及 ぼす影響 を調査　Fi9・1　 Cross−section 　ofAu −Al　b・nd 　afte 「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 annealing 　fbr　1000 　hours　at 　180℃．
した 。

2．実験方法

　試料 と して Al 膜厚 0．5μ m を蒸着 した シ リコ ン と Pd 、
　 Ca 含有量 を調整 した 5

種 類の 金 ワ イ ヤ を使用 した 。 ポ ー
ル ボ ン デ ィ ン グ法 に よ っ て接合 した試料 をそれ

ぞ れ 180℃ 、 200℃ 、 220 ℃ で 熱処 理後 、 接合部 の 組織観察 を行 い 、 また封止樹脂

を 除 去 し RHESCA 製 シ ェ ア テ ス タ
ー

で 接 合 強 度 を 測 定 し た 。 な お 、

O．9mass ％Pd，10massppmCa 含有試料 を 180 ℃ 、 1000 時間熱処理 した試料 に お い

て は 、接合部 の EPMA 分析 、並び に TEM 観察 を行 っ た 。

3．実験 結果

　まず Pd 含有試料 と非含 有試料 の 接合強 度を比 較 す る と 、
　 Pd 含有試料 の ほ うが
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非含有試料 よ りも 1000 時間の 焼鈍で 高 い 接合 強度 を保 っ てお り、 急激な接合強

度低 下も見 られなか っ た（Fig．2 参照 ）。 組織写 真を見て み る と、 Pd 含有試料 は Au −Al

金 属間化合物の 成長が少な く、 また腐食 も発生 して い な か っ た （Fig．3 参照 ）。 ま

た 、 Pd 含有試料を EPMA 分析 した とこ ろ Au と Au −Al 金属 間化合 物界 面近傍 に

Pd が 濃縮 して い るの が確認 された （Fig．4 参照 ）こ とに よ り、　 Pd が Au／Al 間の

相互 拡散を抑制 し、 腐食相で ある Au．，Al の 出現 を遅 らせ て い る と考え られ る 。 さ

らに Pd 濃縮部を TEM 観察 した とこ ろ 、 0．5 〜 1．0μ m の 粒状を示 して お り連続 的

に連 な っ て い るの が確認 され た （Fig．5 参照 ）。
　EDx 定性分析 よ り Pd 以外に Al 、

Au が検 出され 、 電子線回折像の 解析の 結果 Au2Al に
一

致 した 。 こ れ らの 結 果か

ら、 こ の Pd 濃縮部は （Au ，
Pd ），Al と考え られ る。
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Fig．2　Change 　Qf 　shear 　stre 【igth

　 　 after 　annealing 　at　180DC

　 　 containing 　O．9 ％ Pd 　and 　lO

　 　 ppm 　Ca．

　 　 　 　 　 　 ［Pd ］

Fig．4　EPMA 　analysis 　as 　for　Pd 　on

　　 Au ・Al　bond　after 　annealing 　at

　　 　180℃ containing 　O，9 ％ Pd

　　 and 　10ppm 　Ca ．

30μ m

Fig，3　Cross・section 　ofAu ・Al　bond

　 　 after 　annealing 　for　1000

　　 hours　at　180
°
C　containing

　　 O．9 ％ Pd　and 　10　ppm 　Ca ．

Fig．5　TEM 　image 　of 　the　interface
　 　 Au −Al　bond ．
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